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前言

　　21世纪是电子信息的世纪，在信息时代，信息技术的水平和发展是建立在电子元器件的水平和发
展之上的。
随着科学技术的迅猛发展，无论是工程装备系统、系统设备，还是个人用电子产品，其性能越来越先
进，结构越来越复杂，使用环境要求也越来越严格，因此对电子产品的质量和可靠性的要求越来越高
，从而对每个产品中使用繁多的电子元器件的可靠性提出了更高的要求。
　　可靠性包括的范围很广，通常贯穿于研发、设计、制造、包装、储存、运输和使用维修等各个环
节，与产品的结构、材料加工工艺、使用环境等条件密切相关，是一个与多种因素有关的综合性质量
和稳定性指标。
这里我们重点讲述电子元器件封装技术的可靠性问题。
电子封装测试技术贯穿电子元器件制造和封装应用的全过程。
电子封装通常的作用是电信号分配、散热通道、机械支撑和环境保护。
　　为了适应我国电子封装产业的发展，满足广大电子封装工作者对电子封装可靠性方面书籍的迫切
需求，中国电子学会电子制造与封装技术分会成立了《电子封装技术丛书》编辑委员会。
　　近几年来，丛书编委会已先后组织编写、翻译出版了《集成电路封装试验手册》(1998年电子工业
出版社出版)、《微电子封装手册》(2001年电子工业出版社出版)、《微电子封装技术》(2003年中国科
学技术大学出版社出版)、《电子封装材料与工艺》(2006年化学工业出版社出版)、《MEMS／MOEMS
封装技术》(2008年化学工业出版社出版)、《电子封装工艺设备》(2012年化学工业出版社出版)六本书
籍。
《电子封装技术与可靠性》一书是这一系列的第八本，该书出版后，正在编篡中的系列丛书之五《光
电子封装技术》、之九《系统级封装》将会陆续出版，以飨读者。
　　《电子封装技术与可靠性》译自美国Haleh Ardebili和Michael G?Pecht著《Encapsulation Technologies
for Electronic Applications》。
该书的内容涉及电子封装技术与可靠性相关领域，如：包括晶圆级和3D封装在内的各种类型的塑封器
件，绿色封装材料、封装工艺、封装材料的性能表征，封装缺陷和失效及分析技术，封装器件质量鉴
定与保证以及&ldquo;后摩尔&rdquo;定律时代微纳电子、生物电子及传感器、有机发光二极管、光伏
器件等相关的塑封技术。
　　该书对从事电子封装及相关行业的科研、生产、应用工作者都会有较高的使用价值。
对高等院校相关师生也具有一定的参考价值。
中国电子学会电子制造与封装技术分会电子封装技术丛书编辑委员会及时组织翻译并委托化学工业出
版社出版此书的中文译本。
　　我相信本书中译本的出版发行将对我国电子封装业及其电子可靠性行业的发展起到积极的推动作
用。
我也在此向参与本书译校的所有人员和支持本书出版的有关单位及出版社工作人员表示由衷的感谢。
　　中国电子学会副总监　　中国电子学会电子制造与封装技术分会理事长　　中国半导体行业协会
副理事长　　中国半导体行业协会封装分会理事长
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内容概要

　　本书是专注于电子封装技术可靠性研究的Houston大学的Haleh
Ardebili教授以及Maryland大学的Michael
G?Pecht教授关于微电子封装技术及其可靠性最新进展的著作。
作者在描述塑封技术基本原理，讨论封装材料及技术发展的基础上，着重介绍了封装缺陷和失效、失
效分析技术以及微电子封装质量鉴定及保证等与封装可靠性相关的内容。

　　本书共分为8章。
第1章介绍电子封装及封装技术的概况。
第2章着力介绍塑封材料，并根据封装技术对其进行了分类。
第3章主要关注封装工艺技术。
第4章讨论封装材料的性能表征。
第5章描述封装缺陷及失效。
第6章介绍缺陷及失效分析技术。
第7章主要关注封装微电子器件的质量鉴定及保证。
第8章探究电子学、封装及塑封技术的发展趋势以及所面临的挑战。

　　本书不仅涉及微电子封装材料和工艺，而且涉及封装缺陷分析技术以及质量保证技术；不仅有原
理阐述，而且有案例分析。
本书是电子封装制造从业者一本重要的参考读物，可在封装技术选择、与封装相关的缺陷及失效分析
以及质量保证及鉴定技术的应用等方面提供重要的技术指导。
本书十分适合于对电子封装及塑封技术感兴趣的专业工程师及材料科学家，电子行业内的企业管理者
也能从本书中获益。
另外本书还可作为具有材料学或电子学专业背景的高年级本科生及研究生的选用教材。
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